
整合3D光學足型量測技術(影像深度感測)、設備自動化

技術(機構設計及電控技術)、光學足壓量測技術(影像計

算足壓分布方法)等

可針對足型(足長/足寬/足圍/足跟)與足弓、足壓進行

脫襪量測，取得精準與詳細足部資訊

另開發免脫襪之足型、足弓、足壓量測，快速且簡便

取得足部資訊

建置智慧數據應用實驗室，串聯大數據分析及雲端資料

庫，可進行足部健康履歷管理與適合鞋款、鞋墊等推薦

光學3D足弓壓量測技術

建立完整足部量測系統設備，提供跨領域整體解決方案

 榮獲2018美國愛迪生獎(EDISON AWARDS)-創新服務銀獎

(創新界奧斯卡獎)

光學式足部量測設備 光學式行動足部量測設備

足壓

足寬

足弓

足長

足壓 足寬足弓

足長 足圍 足跟

光學式足部量測設備規格 光學式行動足部量測設備規格

已有工業服務(試作生產)與技術移轉(軟體授權)實績

已有協助企業建立線下量測/線上下單/統一出貨之準客製鞋

創新服務

中心與企業共同主辦育幼院孩童大步走募資計畫，運用中心

技術，結合孩童設計圖案，再印製在鞋面上，打造專屬孩

童新鞋

榮耀/專利

應用產業/案例

技術簡介

聯絡窗口: 金屬中心李道林副組長
電話: 07-351-3121 轉2366 
行動:0975-231-550
E-mail: judylo@mail.mirdc.org.tw

mailto:vincent@mail.mirdc.org.tw

